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三安光电股份有限公司关于继续对上海证券交易所2021年

第三季度报告信息披露监管工作函剩余问题回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司收到上海证券交易所上市公司管理一部2021年11月3日下发的《关于对三安光电股份有限公司

2021年第三季度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2021】2844号，以下简称“工作函” ），公司已

于2021年11月9日就工作函所涉及部分问题予以了回复公告，现就剩余问题回复如下：

问题4.

三季报披露，公司存货构成主要为库存商品、原材料等，期末余额合计42亿元，与2020年末的41.62亿

元基本持平，占流动资产期末余额的比例达27.35%，较2019年末存货余额31.42亿元增加10亿元。 同时，

2021年上半年计提存货跌价准备1.48亿元，相应转回或转销2.55亿元。 请公司核实并补充披露：（1）分产

品列示2020年末和2021年三季度末存货的具体构成、数量及对应金额，单独列示关联采购形成的存货；

（2）存货规模大幅增加的原因及合理性，说明维持较高的存货水平与收入规模的匹配性，存货周转水平

与同行业是否存在较大差异；（3）2021年上半年存货跌价准备转回、 转销的金额， 说明依据及合理性；

（4）结合各类存货库龄情况，详细说明可变现净值的计算依据，以及存货跌价准备是否计提充分。

【回复】

一、分产品列示2020年末和2021年三季度末存货的具体构成、数量及对应金额，单独列示关联采购

形成的存货

（一）截至2021年9月30日

单位：万元

存货类别 分产品 计量单位 数量 账面余额 跌价准备 账面价值

其中关联方采购

形成的存货

原材料

衬底 片 3,067,093 26,740.31 90.85 26,649.46

纯贵金属 克 456,940.77 13,025.23 13,025.23

废贵金属 克 6,435,167.42 22,930.20 22,930.20

备品备件 注 17,568.95 17,568.95

其他原材料 注 33,582.04 33,582.04

小计 113,846.73 90.85 113,755.88

低值易耗品 小计 注 0.01 0.01

半成品

砷化镓外延片 片 304,734 7,879.11 7,879.11

氮化镓外延片 片 627,572 12,009.26 12,009.26

射频外延片 片 23,015 4,157.10 4,157.10

电力电子外延片 片 949 387.06 387.06

光通讯外延片 片 5,988 1,022.83 1,022.83

晶棒 MM 638,643 2,378.99 2,378.99

其他半成品 注 6,986.32 6,986.32

小计 34,820.68 34,820.68

委托加工物资 小计 - - -

在产品

砷化镓芯片 K 26,421,680.05 6,849.33 239.81 6,609.52

氮化镓芯片 K 149,182,512.75 35,933.04 1,193.55 34,739.49

射频芯片 片 15,992 7,335.76 487.58 6,848.18

电力电子 片 3,041 1,428.44 136.95 1,291.48

光通讯芯片 KK 19 2,345.09 364.12 1,980.97

外延片 片 857 455.49 455.49

LED应用品（车灯） 注 346.29 346.29

LED应用品（灯具） K 8,831,057.40 1,088.85 19.17 1,069.68

DPSS衬底 片 172,440 982.57 982.57

平片衬底 片 291,315 1,180.11 1,180.11

其他在产品 注 1,253.17 1,253.17

小计 59,198.15 2,441.18 56,756.96

库存商品

砷化镓芯片 K 99,539,605.81 32,076.61 1,648.87 30,427.73

氮化镓芯片 K 369,196,082.00 155,781.98 9,356.98 146,425.00 70.16

射频芯片 片 82,399 6,034.25 310.43 5,723.83

电力电子 片 2,080 2,122.97 1,033.69 1,089.28

光通讯 K 87.32 1,793.21 211.71 1,581.50

LED应用品（车灯） 只 1,630,561 23,248.96 2,099.43 21,149.53

LED应用品（灯具） K 574,708.15 2,620.12 259.68 2,360.44

其他库存商品 注 5,691.33 - 5,691.33

小计 229,369.43 14,920.78 214,448.65 70.16

发出商品

LED应用品（灯具） 注 204.47 - 204.47

其他发出商品 注 1.54 - 1.54

小计 注 206.01 206.01

合计 437,441.01 17,452.81 419,988.19 70.16

注：因公司部分存货的计量规格不一致，无法统计数量。 如备品备件包括润滑剂（计量单位KG）、离

心泵（计量单位套）、石磨连接片（计量单位片），其他原材料包括光刻胶（计量单位桶）、盐酸（计量单位

升）、蓝膜（计量单位卷），下同。

（二）截至2020年12月31日

单位：万元

存货类别 分产品 计量单位 数量 账面余额 跌价准备 账面价值

其中关联方采购

形成的存货

原材料

衬底 片 3,417,791 21,012.34 49.35 20,962.99

纯贵金属 克 109,176.21 3,178.64 - 3,178.64

废贵金属 克

备品备件 注 7,964.64 - 7,964.64

其他原材料 注 22,275.71 - 22,275.71

小计 54,431.33 49.35 54,381.98

低值易耗品 小计 注 0.07 - 0.07

半成品

砷化镓外延片 片 147,747 4,593.88 - 4,593.88

氮化镓外延片 片 650,167 9,687.15 - 9,687.15

射频外延片 片 962 756.47 756.47

电力电子外延片 片 1,434 965.39 - 965.39

光通讯外延片 片 1,197 388.86 - 388.86

晶棒 MM 437,906 1,780.96 - 1,780.96

其他半成品 注 5,495.46 - 5,495.46

小计 23,668.18 - 23,668.18

委托加工物资 小计 26.67 - 26.67

在产品

砷化镓芯片 K 22,416,903.78 7,674.76 95.89 7,578.87

氮化镓芯片 K 65,148,971.84 26,293.91 2,062.20 24,231.72

射频芯片 片 6,394 8,493.97 2,579.36 5,914.61

电力电子 片 704 855.69 149.41 706.28

光通讯芯片 KK 71 1,932.57 - 1,932.57

外延片 片 321 239.79 - 239.79

LED应用品（车灯） 注 - 113.75 - 113.75

LED应用品（灯具） K 2,364,081.22 768.51 - 768.51

平片衬底 片 215,871 728.88 - 728.88

其他在产品 387.65 - 387.65

小计 47,489.49 4,886.86 42,602.63

库存商品

砷化镓芯片 K 236,305,486.82 45,492.57 3,367.93 42,124.64

氮化镓芯片 K 353,285,042.86 238,514.33 19,120.41 219,393.92 56.10

射频芯片 片 22,268 1,694.77 162.21 1,532.56

电力电子 片 2,438 4,194.73 1,646.71 2,548.02

光通讯 K 15.29 467.32 2.53 464.80

LED应用品（车灯） 只 1,597,465 24,009.78 1,419.63 22,590.15

LED应用品（灯具） K 79,536.68 1,478.19 38.27 1,439.92

其他库存商品 注 4,337.63 8.09 4,329.54

小计 320,189.33 25,765.78 294,423.54 56.10

发出商品

LED应用品（灯具） 注 202.41 - 202.41

LED应用品（车灯） 只 15,628 216.55 - 216.55

其他发出商品 注 707.94 - 707.94

小计 1,126.90 1,126.90

合计 446,931.97 30,701.99 416,229.98 56.10

注：因公司部分存货的计量规格不一致，无法统计数量。

二、存货规模大幅增加的原因及合理性，说明维持较高的存货水平与收入规模的匹配性，存货周转水

平与同行业是否存在较大差异

（一）存货规模大幅增加的原因及合理性

公司各期末存货账面价值变动情况如下：

单位：万元

存货项目

2019年末

账面价值

2020年末

账面价值

2021年9月末账面价值

2020年末较2019年末

增加额

2021年9月末较2020年

末

增加额

物资采购 751.48 - - -751.48 -

原材料 24,608.82 54,381.98 113,755.88 29,773.16 59,373.90

低值易耗品 0.13 0.07 0.01 -0.06 -0.06

半成品 23,400.63 23,668.18 34,820.68 267.56 11,152.50

委托加工物资 166.12 26.67 - -139.44 -26.67

在产品 30,387.80 42,602.63 56,756.96 12,214.83 14,154.33

库存商品 232,890.45 294,423.54 214,448.65 61,533.09 -79,974.89

发出商品 1,951.76 1,126.90 206.01 -824.86 -920.89

合计 314,157.19 416,229.98 419,988.19 102,072.79 3,758.21

公司2020年末存货较2019年末增加102,072.79万元，增幅为32.49%，其中库存商品增加61,533.09

万元，原材料增加29,773.16万元，在产品增加12,214.83万元，主要原因系公司产能释放、生产工艺水平

提升及行业景气度较差。

公司2021年9月末存货较2020年末增加3,758.21万元，基本保持稳定，但存货结构发生较大变化，其

中原材料增加59,373.90万元，在产品增加14,154.33万元，半成品增加11,152.50万元，库存商品减少79,

974.89万元，主要原因系：（1）2021年年初以来，LED行业逐渐开始复苏，随着下游技术水平的提升及市

场销售的回暖，公司销量持续放量，存货消化速度得到了提升，库存商品减少；（2）随着公司经营规模不

断扩大，原辅材料价格上涨，供应链紧张，公司为满足客户的订单需求，提前对部分原材料进行备货，导致

公司备品备件增加9,604.31万元，衬底增加5,686.47万元，纯贵金属增加9,846.59万元；（3）贵金属废料

会计核算方式变化，对应的成本单独核算，废贵金属增加22,930.20万元。

2019年、2020年，LED芯片行业景气度较差，主要原因系：（1）部分LED芯片企业在技术、配套、客户

等环节没有合理完善布局的情况下扩产，受限于技术等条件制约，产能释放导致中低端LED芯片供需结

构阶段性调整，但下游封装受宏观经济影响及技术能力限制，LED市场增长未达到预期；（2）2020年上半

年，受“新冠”疫情影响和国内外宏观经济的影响，LED产业需求较弱。

在2019年、2020年，LED芯片行业景气度较差的背景下，公司仍然继续保持产能高位运行，主要原因

是：（1）有利于稳固公司市场占有率，具体而言，LED芯片行业集中度较高，在过去几年LED芯片行业产

能出清的过程中，行业集中度进一步提升，据Trendforce数据，2016年全球LED芯片行业前十大厂商市占

率由77%进一步提升至2020年的84%，2018年，2019年，2020年和2021年1-9月，公司LED芯片产品销量

分别为707.73万片、784.48万片、849.94万片和1,003.06万片， 销量逐步提升；（2） 有效利用公司整体产

能，具体而言，随着LED芯片行业逐步出清达到一定的临界点后，产能供求格局和毛利率会逐步扭转，产

销情况会恢复并消化多余库存，产销率会呈现超过100%的情形（2021年1-9月公司LED芯片产品产销率

为125.90%），毛利率会逐步修复（2021年1-9月公司LED芯片毛利率为29.04%），从而能够有效利用公

司2018年以来整体产能；（3）有利于公司维持规模优势和生产经营稳定性，具体而言，公司作为行业龙头

企业，考虑到LED行业中技术和规模优势非常重要，需要保持生产稳定性以维持规模优势、控制产品生产

成本、保持员工稳定再加之泉州三安和三安集成经营规模不断扩大，公司通过优化生产工艺提高了生产

效率，尤其是工序生产时间的缩短，使得公司产量显著增加，同时也降低了单位生产成本，顺应了行业长

期发展方向。

2020年末，公司根据会计政策对存货、固定资产、在建工程进行减值测试，计提存货跌价准备30,

701.99万元，计提固定资产减值准备1,004.93万元。 公司存货跌价准备、固定资产减值准备的计提符合

《企业会计准则》的规定，存货跌价准备计提充分。

综上，公司存货规模大幅增加的原因主要系公司产能释放、生产工艺水平提升、行业开始复苏及生产

备货需要，具有合理性。

（二）说明维持较高的存货水平与收入规模的匹配性，存货周转水平与同行业是否存在较大差异

股票代码 公司简称 2021年1-9月平均存货余额（亿元） 2021年1-9月营业收入（亿元） 收入/存货余额比例

600703.SH 三安光电 41.81 95.32 2.27

300708.SZ 聚灿光电 2.06 14.79 6.45

300323.SZ 华灿光电 10.68 23.91 2.12

300102.SZ 乾照光电 3.82 14.68 3.69

数据来源：Wind资讯、上市公司三季报。

公司收入/存货余额比例略高于华灿光电、低于乾照光电和聚灿光电，处于行业中游水平，公司存货

水平与收入规模相匹配。

最近三年一期的公司及同行业公司存货周转率如下：

项目 公司名称 2021年1-9月 2020年 2019年 2018年

存货周转率（次）

华灿光电 2.72 2.48 2.25 1.76

聚灿光电 7.95 6.63 5.06 3.34

乾照光电 3.74 2.98 2.13 2.02

平均值 4.80 4.03 3.15 2.37

三安光电 2.34 1.75 1.81 2.07

注：已对2021年1-9月存货周转率进行年化处理。

2018年，公司存货周转率处于行业中游水平。 2019年、2020年受行业景气度较差的影响，整体市场需

求偏弱。 但公司作为行业龙头企业，为了维持规模优势、控制产品生产成本、保持员工稳定，公司保持产能

高位运行；公司产品属于全色系LED产品，公司销售规模远超同行业公司，产品品种比同行业其他公司更

齐全，为满足客户的采购需求，公司备货产品的类型更多。 上述综合因素导致公司存货周转率下降，低于

同行业平均水平。

2021年，随着行业景气度提升，公司销量持续放量，存货消化速度得到了提升，库存商品大幅减少；与

此同时，为了应对泉州三安和三安集成经营规模不断扩大，集成电路业务需求强劲，公司原材料蓝宝石衬

底价格上涨，供应链紧张等因素，公司为满足客户的订单需求，提前对部分原材料进行备货导致原材料大

幅增加。 上述综合因素导致公司存货周转率较上年度提升，但仍低于同行业平均水平。

未来随着公司销售规模的持续增长，预计公司存货周转率将继续改善。

三、2021年上半年存货跌价准备转回、转销的金额，说明依据及合理性

2021年上半年存货跌价准备转回、转销的金额情况如下：

单位：万元

项目 2020年年末余额

本期增加金额 本期减少金额

2021年6月30日余额

计提 其他 转销 其他

原材料 49.35 111.33 - 48.32 - 112.36

在产品 4,886.86 3,527.54 - 4,877.99 - 3,536.41

库存商品 25,765.78 11,184.57 - 20,550.87 - 16,399.49

合计 30,701.99 14,823.44 - 25,477.18 - 20,048.26

2021年上半年公司存货跌价准备无转回情况。

2021年上半年公司存货跌价准备转销金额为25,477.18万元，转销依据为2020年末已计提存货跌价

准备的部分存货，在本年度已对外销售，在结转已销售存货的成本时，同时结转已销售存货对应的跌价准

备。

根据《企业会计准则》的规定，对已售存货计提了存货跌价准备的，还应结转已计提的存货跌价准

备，冲减当期主营业务成本或其他业务成本，实际上是按已售产成品或商品的账面价值结转主营业务成

本或其他业务成本。 企业按存货类别计提存货跌价准备的，也应按比例结转相应的存货跌价准备。

综上，公司存货跌价准备的转销符合《企业会计准则》的规定，具有合理性。

四、结合各类存货库龄情况，详细说明可变现净值的计算依据，以及存货跌价准备是否计提充分

1、公司库存商品库龄情况

截至2021年9月30日，公司库存商品库龄情况如下：

单位：万元

项目 0-6个月 6-12个月 12-18个月 18个月以上

LED芯片 117,246.95 35,608.78 27,518.70 13,721.10

车灯及应用品 15,692.53 8,697.64 348.70 168.07

集成电路芯片 8,239.85 1,177.99 612.46 336.66

总计 141,179.33 45,484.41 28,479.85 14,225.83

2、公司存货可变现净值计算依据及存货跌价准备计提方法公司按照《企业会计准则》制定了存货跌

价准备计提政策，报告期内，公司存货跌价准备计提的具体方法如下：

（1）库存商品

1）LED芯片

LED芯片按尺寸作为分类依据，预计对外不含税销售均价作为该尺寸芯片的估计售价，扣除按公司

年度或季度（销售费用+流转税）/营业收入的比例计算的销售费用后的金额确定为可变现净值，如账面

价值低于可变现净值的，差额部分予以计提存货跌价准备。

对超库龄芯片的考虑：对于期末芯片库龄12-18个月的芯片采用常规减值测试，即预计对外不含税

销售均价作为该尺寸芯片的估计售价，扣除按公司年度或季度（销售费用+流转税）/营业收入的比例计

算的销售费用后的金额确定为可变现净值， 账面价值低于可变现净值的差额部分予以计提存货跌价准

备；对于期末芯片库龄18个月以上的芯片在常规减值测试的基础上，如果当年无同类产品对外销售，则全

额计提存货跌价准备。

2）车灯及应用品

灯具为根据客户合同订单定制的产品，采用以预计不含税销售均价作为该灯具的估计售价，扣除按

公司年度或季度销售费用/营业收入的比例计算的销售费用后的金额确定为可变现净值， 如账面价值低

于可变现净值的，差额部分予以计提存货跌价准备。

3）集成电路

集成电路芯片按产品类别作为分类依据， 预计对外不含税销售均价作为该类别芯片的估计售价，由

于公司目前尚未达到量产规模，销售费用率参考同行业公司水平确定，按同行业公司年度或季度销售费

用/营业收入的比例计算的销售费用后的金额确定为可变现净值，如账面价值低于可变现净值的，差额部

分予以计提存货跌价准备。

公司按照会计政策，按库存商品明细逐项进行减值测试。由于数据量过多，由此，公司对截至2021年9

月末按大类进行归集分析如下：

单位：万元

项目 产品类别

账面余额 跌价准备 计提占比

2021年1-9月营业

收入

2021年1-9月营业成本

2021年1-9月毛

利率

A B C=B/A D E F=(D-E)/D

LED外延、芯片

砷化镓芯片 32,076.61 1,648.87 5.14% 96,821.79 75,605.35 21.91%

氮化镓芯片 155,781.98 9,356.98 6.01% 416,675.45 288,777.04 30.69%

集成电路

射频芯片 5,858.60 310.43 5.30% 101,819.64 60,313.52 40.76%

电力电子 2,122.97 1,033.69 48.69% 7,023.08 8,215.42 -16.98%

光通讯 1,968.87 211.71 10.75% 6,392.36 4,182.91 34.56%

LED应用品

LED应用品（车灯） 23,248.96 2,099.43 9.03% 78,443.90 76,228.99 2.82%

LED应用品（灯具） 8,311.45 259.68 3.12% 29,900.90 21,522.17 28.02%

合计 229,369.43 14,920.78 6.51% 737,077.13 534,845.40 27.44%

从上表可见，对于毛利率较低或为负的电力电子、LED应用品（车灯），公司存货跌价准备计提比例

较高；对于毛利率正常的其他产品，公司根据产品的具体情况足额计提了存货跌价准备。

以下分库龄对产品存货跌价准备计提情况具体进行说明：

①库龄18个月以下及库龄18个月以上有可比售价的

A.�经过测试，各产品类别计提存货跌价准备前五的具体减值测算过程情况如下：

产品类别 物料号

期末数量

期末余额

（万元）

单位成本

（元）

不含税单价

（元）

销售费用率

单位可变现

净值（元）

差异（元）

存货跌价准

备（万元）

A B C=B/A D E F=D*(1-E) G=F-C H=-G*A

氮化镓芯片 物料1 717,407.92 336.26 4.69 2.30 1.14% 2.28 -2.41 172.87

氮化镓芯片 物料2

1,081,

379.19

349.30 3.23 2.23 1.14% 2.20 -1.03 111.41

氮化镓芯片 物料3 ,030,995.02 1,151.72 11.17 10.73 1.14% 10.61 -0.56 57.74

氮化镓芯片 物料4 112,160.76 290.64 25.91 21.05 1.14% 20.81 -5.10 57.26

氮化镓芯片 物料5 24,599.28 40.55 16.49 2.48 1.14% 2.45 -14.04 34.53

砷化镓芯片 物料6 10,780.77 125.68 116.58 44.25 1.14% 43.74 -72.84 78.52

砷化镓芯片 物料7 3,734.02 188.85 505.76 312.39 1.14% 308.83 -196.93 73.53

砷化镓芯片 物料8 407,921.40 156.76 3.84 2.47 1.14% 2.44 -1.40 57.25

砷化镓芯片 物料9

6,986,

085.12

557.79 0.80 0.74 1.14% 0.73 -0.07 49.53

砷化镓芯片 物料10 2,092.45 53.17 254.11 70.80 1.14% 69.99 -184.12 38.53

LED应用品（灯具） 物料11 340.88 138.13 4,052.20 2,607.09 1.14% 2,577.37 -1,474.83 50.27

LED应用品（灯具） 物料12 1,020.85 66.62 652.62 265.49 1.14% 262.46 -390.16 39.83

LED应用品（灯具） 物料13 939.50 46.71 497.21 247.79 1.14% 244.96 -252.25 23.70

LED应用品（灯具） 物料14 418.17 33.03 789.82 252.21 1.14% 249.34 -540.48 22.60

LED应用品（灯具） 物料15 126.35 34.98 2,768.70 1,062.00 1.14% 1,049.89 -1,718.80 21.72

LED应用品（车灯） 物料16 5,218.00 179.58 344.15 44.69 4.33% 42.75 -301.40 157.27

LED应用品（车灯） 物料17 8,281.00 229.88 277.60 163.51 4.33% 156.43 -121.17 100.34

LED应用品（车灯） 物料18 8,178.00 227.24 277.86 164.66 4.33% 157.53 -120.33 98.41

LED应用品（车灯） 物料19 40,491.00 151.34 37.38 22.59 4.33% 21.61 -15.76 63.83

LED应用品（车灯） 物料20 3,354.00 158.39 472.26 305.21 4.33% 292.00 -180.26 60.46

电力电子 物料21 224,193.00 284.78 12.70 4.92 2.45% 4.80 -7.91 177.25

电力电子 物料22 142,519.00 170.59 11.97 2.96 2.45% 2.89 -9.08 129.40

电力电子 物料23 39,941.00 157.95 39.55 15.04 2.45% 14.68 -24.87 99.34

电力电子 物料24 83,078.00 195.48 23.53 11.97 2.45% 11.67 -11.86 98.50

电力电子 物料25 48,346.00 86.38 17.87 5.26 2.45% 5.13 -12.74 61.58

光通讯 物料26 18,617.94 281.38 151.14 120.39 2.45% 117.44 -33.70 62.74

光通讯 物料27 66.14 48.21 7,288.38 831.86 2.45% 811.48 -6,476.90 42.84

光通讯 物料28 2,439.78 77.39 317.21 164.00 2.45% 159.98 -157.22 38.36

光通讯 物料29 514.11 99.82 1,941.59 1,292.04 2.45% 1,260.38 -681.21 35.02

光通讯 物料30 1,793.39 49.78 277.59 196.78 2.45% 191.96 -85.63 15.36

射频芯片 物料31 292.00 243.09 8,324.98 4,033.18 2.45% 3,934.37 -4,390.61 128.21

射频芯片 物料32 43.00 213.24 49,590.32 46,442.23 2.45% 45,304.40 -4,285.92 18.43

射频芯片 物料33 4.00 20.32 50,790.53 5,198.88 2.45% 5,071.51 -45,719.02 18.29

射频芯片 物料34 23.00 23.40 10,173.55 4,918.80 2.45% 4,798.29 -5,375.26 12.36

射频芯片 物料35 36.00 34.65 9,624.53 7,688.45 2.45% 7,500.08 -2,124.45 7.65

注：销售费用率=（销售费用+流转税）/营业收入

B.经过测试，不存在减值的库存商品分产品类别前五的具体减值测算过程情况如下：

产品类别 物料号

期末数量

期末余额

（万元）

单位成本

（元）

不含税单价

（元）

销售费用率

单位可变现

净值（元）

差异（元）

存货跌价准

备（万元）

A B C=B/A D E F=D*(1-E) G=F-C H=-G*A

砷化镓芯片 物料1 1,565,070.27 610.39 3.90 5.17 1.14% 5.12 1.22 -

砷化镓芯片 物料2 9,104,591.64 636.21 0.70 0.72 1.14% 0.71 0.01 -

砷化镓芯片 物料3 2,699,103.87 681.11 2.52 2.83 1.14% 2.80 0.27 -

砷化镓芯片 物料4 1,293,816.16 875.94 6.77 7.78 1.14% 7.69 0.92 -

砷化镓芯片 物料5 269,769.47 713.32 26.44 75.44 1.14% 74.58 48.14 -

氮化镓芯片 物料6 1,729,458.44 1,191.74 6.89 7.81 1.14% 7.72 0.83 -

氮化镓芯片 物料7 2,141,771.45 2,072.92 9.68 11.34 1.14% 11.21 1.53 -

氮化镓芯片 物料8 3,703,267.70 8,149.28 22.01 32.06 1.14% 31.70 9.69 -

氮化镓芯片 物料9 2,715,078.61 5,731.65 21.11 28.20 1.14% 27.88 6.77 -

氮化镓芯片 物料10 807,828.89 2,022.88 25.04 44.22 1.14% 43.71 18.67 -

电力电子 物料11 8.12 13.15 16,187.23 17,030.57 2.45% 16,613.32 426.09 -

电力电子 物料12 104.24 72.70 6,973.97 7,945.98 2.45% 7,751.30 777.33 -

电力电子 物料13 338,690.00 43.06 1.27 2.12 2.45% 2.07 0.80 -

电力电子 物料14 8,096.00 30.59 37.79 54.54 2.45% 53.20 15.41 -

电力电子 物料15 95,823.00 41.99 4.38 5.58 2.45% 5.44 1.06 -

光通讯 物料16 24,294.24 274.67 113.06 177.21 2.45% 172.87 59.81 -

光通讯 物料17 13,644.05 195.84 143.54 178.25 2.45% 173.89 30.35 -

光通讯 物料18 579.41 137.23 2,368.46 5,590.86 2.45% 5,453.89 3,085.43 -

光通讯 物料19 1,763.68 140.56 796.97 1,623.47 2.45% 1,583.70 786.73 -

光通讯 物料20 229.67 149.21 6,496.78 9,831.20 2.45% 9,590.34 3,093.55 -

射频芯片 物料21 43.00 44.40 10,326.38 21,428.55 2.45% 20,903.55 10,577.17 -

射频芯片 物料22 74.00 93.68 12,659.25 46,039.60 2.45% 44,911.63 32,252.38 -

射频芯片 物料23 18.00 14.01 7,782.54 8,437.33 2.45% 8,230.61 448.07 -

射频芯片 物料24 15,160,000.00 501.59 0.33 0.35 1.14% 0.34 0.01 -

射频芯片 物料25 3,010,000.00 128.57 0.43 0.80 1.14% 0.79 0.36 -

LED应用品（灯具） 物料26 16.76 34.70 20,697.43 79,646.00 1.14% 78,738.04 58,040.61 -

LED应用品（灯具） 物料27 359.33 50.43 1,403.45 2,407.08 1.14% 2,379.64 976.19 -

LED应用品（灯具） 物料28 961.32 112.48 1,170.05 3,849.56 1.14% 3,805.68 2,635.63 -

LED应用品（灯具） 物料29 40.77 129.62 31,796.96 53,095.00 1.14% 52,489.72 20,692.75 -

LED应用品（灯具） 物料30 215.80 37.61 1,742.92 9,734.50 1.14% 9,623.53 7,880.60 -

LED应用品（车灯） 物料31 10,129.00 240.46 237.39 309.00 4.33% 295.62 58.23 -

LED应用品（车灯） 物料32 10,774.00 256.86 238.41 309.00 4.33% 295.62 57.21 -

LED应用品（车灯） 物料33 6,676.00 187.47 280.82 342.00 4.33% 327.19 46.37 -

LED应用品（车灯） 物料34 9,800.00 280.32 286.04 342.00 4.33% 327.19 41.15 -

LED应用品（车灯） 物料35 4,130.00 179.22 433.95 610.00 4.33% 583.59 149.64 -

注：销售费用率=（销售费用+流转税）/营业收入

②库龄18个月以上无可比售价的

期末库龄18个月以上无可比售价的库存商品金额为4,766.87万元，公司按会计政策全额计提存货跌

价准备。

（2）在产品

根据当期已计提减值的库存商品追溯到相关的在产品进行减值测试， 获取公司在产品期末数量，按

照成本核算表中的约当产量折算成完工片数；根据期末的芯片单位成本折算出在产品预计生产至库存商

品的单片成本； 再根据期末的理论颗粒数折算出在产品的颗粒数及在产品的折算成库存商品的单粒成

本，参照上述库存商品-芯片确定为可变现净值的计算方法，如账面价值低于可变现净值的，差额部分予

以计提存货跌价准备。

公司按在产品明细进行减值测试过程中实际存在部分在产品可变现净值低于预计完工成本的情况，

公司对此部分在产品足额计提存货跌价准备2,441.18万元。

（3）半成品

公司目前的半成品主要是外延片，虽然无对外售价，但目前公司生产使用的是自产外延片，比同行业

原材料价格具有明显优势，故用于生产的自制外延片不计提存货跌价准备。

（4）原材料

公司目前原材料主要是生产用衬底、贵金属及备品备件，系根据生产需求所储备，当期对外销售的产

品平均毛利率处于较高水平，生产的产品主要型号并不存在跌价，故用于生产的主要原材料不计提存货

跌价准备。

如公司原材料对第三方销售，则参考预计对外不含税销售均价作为该原材料的估计售价，扣除按公

司年度或季度销售费用/营业收入的比例计算的销售费用后的金额确定为可变现净值， 如账面价值低于

可变现净值的，差额部分予以计提存货跌价准备。

材料类别

计量单

位

销量

营业收入

（万元）

平均售价（元） 销售费用率 可变现净值（元） 单位成本（元）

A B C=B/A D E=C*(1-D) F

废贵金属 克 38,648,898.51 168,782.24 43.67 1.14% 43.17 35.63

衬底 片 8,663,611.00 66,486.75 76.74 1.14% 75.87 87.18

注1：销售费用率=（销售费用+流转税）/营业收入

注2：上表统计分析可见废贵金属可变现净值高于单位成本，不存在跌价；衬底存在可变现净值低于

单位成本的情况，公司对此部分原材料足额计提存货跌价准备90.85万元。

综上，公司存货跌价准备的计提符合《企业会计准则》的规定，存货跌价准备计提充分。

问题8.

三季报及前期定期报告披露，公司2021年前三季度实现营业收入95.32亿元，同比增长61.54%，但近

三年一期销售毛利率分别为44.71%、29.37%、24.47%、22.95%，逐年下滑。 其中2020年年报显示，公司主

要产品化合物半导体的毛利率下滑至-1.69%,同比减少14个百分点；材料、废料销售毛利率为92.11%，较

2018年同比增加10.43个百分点。 从利润构成看，2021年前三季度非经常性损益金额达6.71亿元，主要为

政府补助，占归母净利润的52.2%；近三年非经常性损益呈上升趋势，分别为5.82亿元、6.08亿元、7.23亿

元，占各期净利润比重亦较高。请公司核实并补充披露：（1）分产品列示近三年一期化合物半导体的营业

收入、营业成本、毛利率及其变动情况，说明变动幅度较大的原因，结合化合物半导体毛利率由正转负的

原因分析该业务是否具有持续盈利能力；（2）材料、废料销售业务的具体内容及经营模式，与公司现有业

务的关联性及开展的必要性，上下游是否涉及控股股东及关联方，说明其毛利率较高且持续提升的原因

及合理性；（3）结合市场供需及竞争格局，说明上述业务的开展与同行业是否存在较大差异以及原因和

合理性；（4）分产品列示近三年一期政府补助的具体构成、会计处理及其依据，分析取得政府补助的可持

续性，及对公司主营业务经营的影响和应对措施。

一、分产品列示近三年一期化合物半导体的营业收入、营业成本、毛利率及其变动情况，说明变动幅

度较大的原因，结合化合物半导体毛利率由正转负的原因分析该业务是否具有持续盈利能力

（一）收入构成及变动分析

近三年一期，公司营业收入分别为836,437.42万元、746,001.39万元、845,388.28万元和953,158.35

万元，2019年以来呈持续增长的态势， 其中化合物半导体业务即主营业务收入分别为673,297.93万元、

571,897.24万元、597,058.75万元和737,077.13万元，其他业务收入分别为163,139.49万元、174,104.14

万元、248,329.53万元和216,081.23万元。

公司化合物半导体业务按产品可以分类为LED外延芯片、LED应用产品和集成电路芯片三类。 近三

年一期，分产品收入构成如下：

单位：万元、%

项目

2021年1-9月 2020年 2019年 2018年

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

LED外延芯片 513,497.24 69.67 448,069.83 75.05 483,147.47 84.48 594,776.95 88.34

LED应用产品 108,344.80 14.70 87,976.46 14.73 73,439.20 12.84 73,983.06 10.99

集成电路芯片 115,235.09 15.63 61,012.46 10.22 15,310.58 2.68 4,537.93 0.67

合计 737,077.13 100.00 597,058.75 100.00 571,897.24 100.00 673,297.93 100.00

近三年一期，公司化合物半导体产品收入主要来自LED外延芯片，其收入占各期化合物半导体产品

收入的比例分别为88.34%、84.48%、75.05%和69.67%， 公司LED外延芯片收入占比呈持续下降的趋势，

集成电路芯片收入增幅较大， 占比从2018年的0.67%上升至2021年的15.63%，LED应用产品2021年1-9

月收入也开始增加。 1、LED外延芯片

LED是一种由化合物制成、能直接将电能转变成光能的半导体固体发光器件，是化合物半导体的重

要应用方向之一，主要应用领域有通用照明、背光应用、显示屏、景观照明、汽车照明等。 近三年一期，公司

LED外延芯片收入及其变动情况如下：

单位：万元、%

项目

2021年1-9月 2020年 2019年 2018年

金额 增长率 金额 增长率 金额 增长率 金额

LED外延芯片 513,497.24 65.47 448,069.83 -7.26 483,147.47 -18.77 594,776.95

近三年一期， 公司LED外延芯片收入分别为594,776.95万元、483,147.47万元、448,069.83万元和

513,497.24万元，为公司收入的主要来源。 2019年和2020年，公司LED外延芯片收入均呈下降趋势，2021

年1-9月较2020年有较大幅度上升，主要原因如下：

前两年，LED行业受供需影响较大， 自2018年开始的需求放缓、2019年开始的贸易摩擦导致供需失

衡，LED芯片价格持续下降，虽然2019年销售数量较2018年同期有所增长，但同期LED外延芯片中的砷

化镓LED芯片和氮化镓LED芯片平均价格分别下降7.74%和29.61%（砷化镓LED芯片和氮化镓LED芯片

占LED外延芯片收入的比例为分别12.95%和80.50%，其余为外延片及其他特种芯片），导致实现的收入

同比却有所下降。

2020年，全球疫情持续高发。在严格做好疫情防控的前提下，公司通过整合内部资源、加大创新力度、

调整产品结构，LED外延芯片销量依然保持了稳定增长的态势， 但同期LED外延芯片中的砷化镓LED芯

片和氮化镓LED芯片平均价格分别下降9.48%和18.05%（砷化镓LED芯片和氮化镓LED芯片占LED外延

芯片收入的比例为分别14.29%和77.50%，其余为外延片及其他特种芯片），导致收入也有所下滑。

2021年以来，LED下游市场需求改善，公司部分低端LED外延芯片产品价格逐步上调，出货量增加，

收入较上年同期增幅较大。

2、LED应用产品

公司LED应用产品主要为LED车灯以及其他灯具。 具体情况如下：

单位：万元、%

项目

2021年1-9月 2020年 2019年 2018年

金额 增长率 金额 增长率 金额 增长率 金额

LED应用产品 108,344.80 96.54 87,976.46 19.79 73,439.20 -0.74 73,983.06

近三年一期， 公司LED应用产品收入分别为73,983.06万元、73,439.20万元、87,976.46万元和108,

344.80万元，2018年至2020年整体呈稳步增长的态势。 2021年1-9月同比增长达到96.54%，主要原因包

括两方面：一方面，2018年来，公司加大了技术研发和产品开发力度，针对前照灯、尾灯的LED光源、驱动

电路等方面取得重大技术突破；另一方面，公司加大了LED车灯市场开发力度，完善了对下游核心汽车制

造服务企业的业务布局，产品取得客户验证后，于2021年开始进入量产阶段，订单增加，因此，2021年1-9

月LED应用产品收入增长。

3、集成电路芯片

公司集成电路涵盖射频前端、电力电子、光技术等领域的外延生长、芯片制造，还布局了部分核心原

材料及下游封装环节，产业链较长。 目前，集成电路主要以芯片销售业务为主营业务，具体收入金额如下：

单位：万元、%

项目

2021年1-9月 2020年 2019年 2018年

金额 增长率 金额 增长率 金额 增长率 金额

集成电路芯片 115,235.09 171.03 61,012.46 298.50 15,310.58 237.39 4,537.93

近三年一期， 公司集成电路芯片销售收入分别为4,537.93万元、15,310.58万元、61,012.46万元和

115,235.09万元，持续高速增长，具体原因分析如下：

2018年， 公司集成电路芯片主要处于工艺开发、 客户认证和小批量送样阶段， 收入整体规模较小。

2019年，集成电路芯片领域逐步拓宽，开始取得国内重要客户的合格供应商认证，进入实质性批量试产阶

段，累计出货客户持续增加，收入开始增加，但受限于设备到位、产能爬坡等因素，整体收入规模依然较

小。 2020年，公司集成电路芯片中的射频前端、电力电子等产品从验证期进入大规模量产阶段，产能不断

爬坡，收入开始加速增长。2021年以来，集成电路半导体产品受贸易摩擦、疫情、下游市场需求持续强劲等

因素影响，国内市场的技术攻关及工艺开发持续增强，市场出现了供不应求的状况，随着公司扩产设备到

位，产能进一步提升，收入进一步增长。

（二）成本构成及变动分析

1、成本构成分析

近三年一期，公司化合物半导体分产品成本构成如下：

单位：万元、%

项目

2021年1-9月 2020年 2019年 2018年

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

LED外延芯片 364,382.39 68.13 451,233.48 74.32 415,169.43 82.80 345,152.90 81.48

LED应用产品 97,751.16 18.28 80,281.32 13.22 66,160.58 13.20 69,482.43 16.40

集成电路芯片 72,711.85 13.59 75,610.70 12.45 20,070.15 4.00 8,960.87 2.12

合计 534,845.40 100.00 607,125.50 100.00 501,400.16 100.00 423,596.20 100.00

近三年一期，公司化合物半导体产品成本主要来自LED外延芯片，其成本占各期化合物半导体产品

成本的比例分别为81.48%、82.80%、74.32%和68.13%，但近年来呈持续下降的趋势，与收入变动趋势基

本一致。

2、成本变动分析

（1）产品成本变动情况

近三年一期，公司化合物半导体产品成本变动情况如下：

单位：万元、%

项目

2021年1-9月 2020年 2019年 2018年

金额 增长率 金额 增长率 金额 增长率 金额

LED外延芯片 364,382.39 26.79 451,233.48 8.69 415,169.43 20.29 345,152.90

LED应用产品 97,751.16 88.16 80,281.32 21.34 66,160.58 -4.78 69,482.43

集成电路芯片 72,711.85 42.22 75,610.70 276.73 20,070.15 123.98 8,960.87

合计 534,845.40 36.98 607,125.50 21.09 501,400.16 18.37 423,596.20

近三年一期，公司化合物半导体产品成本呈现逐年增长的态势，主要受原材料价格波动及相关产品

收入变动影响。

（2）分产品成本构成

近三年一期，公司化合物半导体分产品成本构成如下：

单位：万元、%

产品 成本类别 项目 2021年1-9月 2020年 2019年 2018年

LED外延芯

片

原材料

金额 214,894.08 286,870.71 258,597.82 214,651.65

占比 58.97 63.57 62.29 62.19

变动率 17.24 10.93 20.47 -

制造费用

金额 123,633.29 130,156.93 127,652.58 104,209.12

占比 33.93 28.84 30.75 30.19

变动率 48.74 1.96 22.50 -

直接人工

金额 25,855.02 34,205.84 28,919.03 26,292.13

占比 7.10 7.58 6.97 7.62

变动率 23.30 18.28 9.99 -

小计 364,382.39 451,233.48 415,169.43 345,152.90

LED应用产

品

原材料

金额 61,835.12 56,854.70 47,521.30 53,275.33

占比 63.26 70.82 71.83 76.67

变动率 74.67 19.64 -10.80 -

制造费用

金额 20,795.30 13,433.11 11,846.36 9,291.05

占比 21.27 16.73 17.91 13.37

变动率 111.72 13.39 27.50 -

直接人工

金额 15,120.74 9,993.51 6,792.93 6,916.04

占比 15.47 12.45 10.27 9.95

变动率 124.77 47.12 -1.78 -

小计 97,751.16 80,281.32 66,160.58 69,482.43

集成电路

芯片

原材料

金额 47,392.92 39,055.91 9,784.70 3,270.42

占比 65.18 51.65 48.75 36.50

变动率 82.87 299.15 199.19 -

制造费用

金额 20,481.07 28,839.92 8,095.35 4,401.74

占比 28.17 38.14 40.34 49.12

变动率 3.55 256.25 83.91 -

直接人工

金额 4,837.86 7,714.87 2,190.10 1,288.71

占比 6.65 10.20 10.91 14.38

变动率 -10.95 252.26 69.95 -

小计 72,711.85 75,610.70 20,070.15 8,960.87

近三年一期， 公司主要成本构成中，LED外延芯片占比分别为81.48%、82.80%、74.32%和68.13%，

LED应用产品占比分别为16.40%、13.20%、13.22%和18.28%、 集成电路芯片占比分别为2.12%、4.00%、

12.45%和13.59%，LED外延芯片成本占比较高，但呈逐年下滑趋势，主要原因是集成电路芯片成本占比

逐年显著提升，上述变动趋势与收入变动趋势直接相关。

1）LED外延芯片

近三年，公司LED外延芯片成本构成中，原材料、制造费用和直接人工占比分别约为63%、30%和7%，

较为稳定；成本上升的主要原因是黄金等贵金属价格上涨（原材料成本构成中贵金属占比约40%）。 最近

一期，公司原材料占比略有下降，约59%，制造费用占比略有提升，约34%，主要原因是会计核算方式改

变，将贵金属废料对应的成本结算至其他业务成本。

2019年和2020年，黄金等贵金属的价格上涨，主要是因为从2019年开始，受美国经济走弱预期及全

球化新冠肺炎疫情的影响，全球实行量化宽松政策，刺激了黄金的保值需求，国际金价进入快速上涨通

道。 根据WIND数据，近三年及一期，伦敦现货黄金各年均价分别1,268.93美元/盎司、1,393.55美元/盎

司、1,771.35美元/盎司和1,799.51美元/盎司，2019年、2020年和2021年1-9月增幅分别为9.82%、27.11%

和1.59%，走势如下图所示：

2）LED应用产品

近三年一期， 公司LED应用产品成本分别为69,482.43万元、66,160.58万元、80,281.32万元和97,

751.16万元，2019年、2020年和2021年1-9月同比变动分别为-4.78%、21.34%和88.16%， 同期收入变动

比例分别为-0.74%、19.79%和96.54%，LED应用产品成本变动主要是收入变动引起的， 成本与收入变动

趋势基本一致。

3）集成电路芯片

近三年一期， 公司集成电路芯片成本分别为8,960.87万元、20,070.15万元、75,610.70万元和72,

711.85万元，2019年、2020年和2021年1-9月同比变动分别为123.98%、276.73%和42.22%，同期收入变动

比例分别为237.39%、298.50%和171.03%，成本的增加主要是收入增加导致的，同时，随着收入的增加，单

位产品成本逐年下降，成本的增速低于收入增速。

近三年一期，公司集成电路芯片原材料占比上升，制造费用、人工成本占比下降，主要是因为随着产

量的增加，单位产品分摊的固定成本下降，且随着工艺的改善和生产现场管理的提升，单位产品分摊的固

定成本和直接人工成本下降。

公司集成电路芯片制造费用主要是为生产产品而发生的各项间接费用，主要是生产部门发生的固定

资产（厂房、设备）折旧、无形资产摊销和生产管理人员的职工薪酬等。 近三年一期，公司集成电路芯片制

造费用分别为4,401.74万元、8,095.35万元、28,839.92万元和27,519.77万元，2020年和2021年1-9月同

比增加较多， 主要是厦门市三安集成电路有限公司通讯微电子器件 （一期） 项目于2019年、2020年和

2021年1-9月分别转固50,889.31万元、37,796.31万元和13,812.16万元， 厦门市三安集成电路有限公司

机器设备扩产项目2020年和2021年1-9月分别转固40,133.12万元和36,952.29万元，导致制造费用总额

增加。

（三）毛利率变动分析

近三年一期，公司化合物半导体分产品的毛利率增减变动情况如下：

单位：%

项目

2021年1-9月 2020年 2019年 2018年

毛利率 变动的百分点 毛利率 变动的百分点 毛利率 变动的百分点 毛利率

LED外延芯片 29.04 21.65 -0.71 -14.78 14.07 -27.90 41.97

LED应用产品 9.78 4.02 8.75 -1.16 9.91 3.83 6.08

集成电路芯片 36.90 57.15 -23.93 7.16 -31.09 66.38 -97.47

合计 27.44 23.15 -1.69 -14.01 12.33 -24.76 37.09

如上表所示，2020年，公司化合物半导体整体毛利率为-1.69%，同比下降14.01%，主要是两方面原因

导致的：一方面，公司集成电路芯片产量较低，单位产品分摊的固定成本较高，集成电路芯片毛利率为

-23.93%，且当年集成电路芯片销售收入占比由2019年的2.68%上升到10.22%；另一方面，LED外延芯片

单价下降，其中氮化镓LED芯片产品销售价格低于成本，毛利率为负，二者综合导致公司化合物半导体毛

利率为负，具体毛利率变动情况如下：

1、LED外延芯片

近三年一期，公司LED外延芯片毛利率分别为41.97%、14.07%、-0.71%和29.04%。

（1）2018年至2020年LED外延芯片毛利率逐年大幅下滑的原因分析

2018-2020年毛利率逐年大幅下滑，主要是两方面因素导致的：

一方面，受电子产品价格整体持续下降，LED终端市场需求放缓影响、市场竞争加剧等因素影响，公

司LED外延芯片销售价格不断下降。 2019年和2020年，公司LED外延芯片中的砷化镓LED芯片平均价格

下降7.74%和9.48%，氮化镓LED芯片平均价格下降29.61%和18.05%。 近三年一期，公司砷化镓芯片价格

走势如下：

近三年一期，公司氮化镓芯片价格走势如下：

另一方面，如前所述，2019年和2020年黄金、衬底等核心原材料价格大幅上涨，导致单位产品成本上

升， 其中，2020年氮化镓LED芯片单位产品成本为479.02元/片， 较上年同期上升9.39%， 而同期单价为

443.03元/片，较上年同期下降18.05%，单位成本高于售价，导致毛利率为负。

（2）2021年1-9月LED外延芯片毛利率与以前年度的差异原因分析

2021年1-9月，LED外延芯片毛利率大幅上升，主要原因系：1）公司在SAP上线后，进一步完善贵金

属废料成本核算， 将原来统一在主营业务成本核算的贵金属废料销售相关的成本计入其他业务成本，导

致LED外延芯片成本下降，毛利率上升；2）2021年以来，市场回暖，LED外延芯片产品出货量大幅增加，

公司LED外延芯片出现产能利用率和产销率双高的局面，产品成本下降，公司产品结构调整效果显现，中

高端产品出货量持续增加。

2、LED应用产品

近三年一期，公司LED应用产品的毛利率分别为6.08%、9.91%、8.75%和9.78%，较为稳定。 随着收入

规模的扩大和产品结构的改善，预计未来，公司LED应用产品毛利率将进一步提高。

3、集成电路芯片

近三年一期，公司集成电路芯片毛利率分别为-97.47%、-31.09%、-23.93%和36.90%，毛利率波动较

大，且2018-2020年毛利率均为负数，主要原因系：2018年至2020年公司集成电路芯片尚处于产品开发

和验证的初期阶段，产量较低，但每年转固金额较大，单位产品成本较高，因此毛利率为负数。 2021年1-9

月，随着产能扩大：（1）三安集成射频业务产能由2020年度的28,406片提升至2021年1-9月的90,000片

（线性年化产能120,000片）， 实际产量由2020年度的22,487片提升至2021年1-9月的46,065片；（2）

三安集成电力电子业务产能由2020年度的7,277片提升至2021年1-9月的16,304片（线性年化产能超过

21,700片），实际产量由2020年度的6,671片提升至2021年1-9月的11,692片，生产规模扩大，单位产品

分摊的成本下降，毛利率大幅上升。

（四）关于持续盈利能力

1、LED行业和集成电路行业持续向好

2018年至2020年，行业进入深度结构化调整阶段以来，LED芯片整体市场需求下降，低端产品价格

进一步下行，低端LED产品加快库存出清。 2020年下半年起，LED市场触底回温，2021年开始出现了量价

齐升的局面。 预计未来，LED照明的持续渗透以及城镇化将进一步提高LED通用照明市场的渗透率；技术

变革融合为LED背光和显示行业发展带来新机遇，Mini/MicroLED、车用LED、植物照明LED、紫外红外

LED等为代表的创新LED技术与应用成为新一轮行业驱动力；小间距显示的市场渗透以及Mini� RGB新

型显示封装技术的进步将推动显示市场的高速成长。根据高工数据显示，2020年中国LED通用照明、背光

和显示市场规模分别为2,875亿元、355亿元和532亿元，预计至2025年，市场规模将分别达到3,430亿元、

445亿元和820亿元，年均复合增长率分别为4.51%、5.81%和11.42%。

根据Frost� ＆ Sullivan数据，2016年至2020年，中国大陆集成电路行业销售额由4,335.50亿元增长

8,848.00亿元，复合增长率高达19.52%。 2020年疫情的爆发不仅没有带来消极影响，反而推动了物联网、

云服务、人工智能等技术的迅速发展和广泛应用，同比增长率回升至17.00%。未来，受进口替代的影响，中

国大陆集成电路市场有望以13.00%的年复合增长率增长，仍保持为全球集成电路市场增长速度最快的地

区。 中国大陆集成电路市场规模预计将从2021年的9,998.20亿元增长至2025年的16,301.80亿元。

2、公司产量持续增加，产能将进一步释放

近三年一期，公司LED芯片产量分别为876.68万片、882.33万片、956.10万片和796.72万片，呈持续增

加的趋势。 此外，2021年1-9月，泉州三安半导体科技有限公司半导体研发与产业化一期工程新增LED汽

车照明、高亮度LED、户外照明、植物照明、红外、紫外LED等中高端LED芯片产能约110万片（线性年

化），湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目新增产能15万片（线性年化），产能增加，新增

产能将进一步释放。

集成电路方面：（1） 三安集成射频业务产能由2020年度的28,406片提升至2021年1-9月的90,000

片 （线性年化产能120,000片）， 实际产量由2020年度的22,487片提升至2021年1-9月的46,065片；

（2）三安集成电力电子业务产能由2020年度的7,277片提升至2021年1-9月的16,304片（线性年化产能

超过21,700片），实际产量由2020年度的6,671片提升至2021年1-9月的11,692片。 除射频板块和电力

电子板块外，光技术板块均处于产能爬坡过程中，随着产能的进一步释放，集成半导体产品收入和盈利能

力也将大幅提升。

3、改善工艺和提升技术水平，进一步控制成本

公司根据自身积累的生产经验，以及技术研发人员对生产工艺的改善，逐步提升生产效率，尤其是集

成电路芯片等新业务领域，有效控制单位产品生产成本。

4、2021年1-9月收入和利润同比增加

2021年1-9月，公司化合物半导体整体收入达到737,077.13万元，较上年同期增长80.67%，利润总额

为158,908.33万元，较上年同期增长43.27%，净利润128,605.06万元，较上年同期增长37.04%。

综上所述，2021年以来，LED行业逐步回暖，集成电路行业高速增长，公司产能进一步提升，2021年

-19月收入、利润均增长。 公司具备较强的盈利能力，不存在影响持续经营能力的事项。

二、材料、废料销售业务的具体内容及经营模式，与公司现有业务的关联性及开展的必要性，上下游是否

涉及控股股东及关联方，说明其毛利率较高且持续提升的原因及合理性

（一）材料、废料销售业务的具体内容及经营模式，与公司现有业务的关联性及开展的必要性

1、公司材料、废料业务收入构成

单位：万元、%

产品类别

2021年1-9月 2020年 2019年 2018年

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

贵金属废料 168,782.24 86.10 206,136.23 89.16 140,685.99 87.06 106,993.30 75.38

其他材料 27,252.47 13.90 25,067.36 10.84 20,915.87 12.94 34,953.35 24.62

合计 196,034.71 100.00 231,203.59 100.00 161,601.86 100.00 141,946.65 100.00

近三年一期，公司材料、废料收入主要来自贵金属废料回收并对外销售产生的收入，占材料、废料销

售收入的75.38%、87.06%、89.16%和86.10%。

公司材料、废料业务中的其他材料合计占材料、废料销售收入的24.62%、12.94%、10.84%和13.90%，

包括的品类众多，如塑料粒子、塑料制品、模具及开发、RP件、备件、金靶等，任一种材料占比都比较低，均

是与公司主营业务相关的材料产品。

2、经营模式，与公司现有业务的关联性及开展的必要性

贵金属包括黄金、铂及其他贵金属材料，因其良好的稳定性、导电性等物理特性，被广泛应用于半导

体芯片制造的电极制作环节中。 主要工艺过程是通过蒸镀、溅镀等方式将贵金属覆盖到外延片的电极上，

从而实现电极导电性能。 公司生产所用的贵金属主要是黄金和铂，占贵金属总采购量超过90%。

目前行业工艺技术是通过蒸镀、溅镀等方式将贵金属覆盖到整个外延片的方式实现对电极表面的覆

盖，除覆盖到电极部分外，其余部分大都作为废料回收。 由于电极制造工艺过程对杂质含量控制要求比较

高， 电极制作所需贵金属材料一般要求纯度在99.999%以上。 高纯度的贵金属材料经过高温熔合蒸镀之

后，残留在产线、设备等多处地方，需作为贵金属废料回收。 回收的贵金属废料与最开始采购的贵金属相

比，在重量、体积、成份、纯度等方面均已发生很大变化，无法再重新用于芯片电极制作，需专业机构回收

处理。

公司贵金属采购、生产、回收和销售的具体流程如下：

（1）采购

公司生产部门依据生产计划预计贵金属消耗量并向采购部门提出采购需求计划，采购部门依据需求

计划，结合贵金属市场价格（主要参考上海黄金交易所的指导价格），向贵金属供应商下单采购。

（2）生产

黄金、铂等贵金属应用于LED芯片制造的电极制作环节，具体工艺过程如下：

黄金、铂等贵金属应用于集成电路芯片制造的电极制作环节，具体工艺过程如下：

（3）回收

公司从产线上回收贵金属废料。 贵金属废料在产线和设备上的分布位置众多，根据贵金属废料在产

线、设备分布的不同位置和不同回收方式区分，公司贵金属废料包括胶带金、固体金、喷砂金、擦拭布、电

镀液废液、坩埚铂、坩埚金、固体铂、过滤芯、金蚀刻废液、吸尘器金、液体沉淀等多种类型。

（下转B076版）


